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国家标准《半导体晶片直径测试方法》

编制说明（讨论稿）
一、工作简况

1. 标准立项目的和意义

半导体材料是半导体工业的基础，对半导体技术的发展有极大的影响。硅片是生产半导体芯片所用的载体，是半导体最重要的原材料。目前，硅基半导体材料是产量最大、应用最广的半导体材料。

直径是半导体材料最基本的参数之一，在微电子制造过程中，特别是对于需要固定晶片的工序，晶片直径是决定器件生产的标准化、规范性和生产效率、成本等的重要指标。对于硅片而言，硅片的直径越大，每一个硅片上可制造的芯片数量就越多，单位芯片的成本就降低。

近年来随着其他半导体材料如碳化硅、磷化铟等的快速发展，其尺寸也在迅速增大，如6英寸碳化硅抛光片也已经产业化，这些半导体晶片的测试方法大都是沿用硅片的测试方法，或者在走硅片发展的相似道路。

修订后标准的适用范围扩大，不仅适用于硅片和碳化硅直径的测试，也适用于其他半导体材料如蓝宝石等圆形晶片直径的测试。标准在整合修订过程中将以行业实际应用情况为依据，确定标准主要技术内容，从而促进半导体材料行业的发展。

2  任务来源

麦斯克电子材料股份有限公司负责国家标准《半导体晶片直径测试方法》的修订工作。
3  主要工作过程

3.1 起草阶段
本项目在下达计划后，组织了专门的标准编制小组收集并翻译SEMI F2074-0912《硅和其他半导体晶片直径的测试指南》全文，对原国家标准《硅片直径测量方法》和GB/T 30866-2014《碳化硅单晶片直径测试方法》全文进行了详细的研究，确定了相应的修订内容，于2023年2月完成标准讨论稿，提交到全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会秘书处。

4  项目承担单位概况
麦斯克电子材料有限公司成立于1995年，是一家集直拉单晶硅、硅切磨片、硅抛光片以及与之相配套的技术研发、生产、检测为一体的综合性半导体硅材料专业生产企业。公司主要生产4、5、6、8英寸电路级单晶硅抛光片，生产规模大、技术水平先进。产品销往世界各地，为全球性硅抛光片生产企业，在20多个国家和地区有产品销售和服务。

公司技术和管理团队核心人员均有数十年的行业从业经验，有着丰富的理论和实践经验，主要研发人员具有较强的自主研发和创新能力，研发领域涵盖单晶拉制、硅片切割、腐蚀、背封、抛光、清洗、检测等硅片所有加工工序。公司建有省级企业技术中心，专职研发人员达到86人，其中高级工程师7人，中级工程师50人，硕博士36人。

公司通过智能工厂升级改造，建成国内外领先的数字化大规模集成电路硅基底材料智能制造工厂，使产品技术及性能指标达到国内国际领先水平，被工信部评为“智能制造试点示范企业”，带动行业传统制造模式的智能化升级。

5  标准主要起草人及起草工作
本标准由田素霞、李战国、胡晓亮、陈卫群等组成标准编制组。起草人均从事硅抛光片制造行业多年，有丰富的硅抛光片生产经验。起草人的工作包括收集和整理相关文献资料，测试不同尺寸晶片样品，开展平行试验数据收集整理、分析工作，撰写标准和相关文件等。

二、标准编制原则及确定主要内容的确定依据

1  编制原则

本标准的修订主要根据材料的发展情况对其适用范围和技术要点内容进行了必要的修改。

2  确定标准主要内容的依据

   原标准GB/T 14140-2009包括光学投影仪测试硅片直径和千分尺法测试硅片直径两种方法，这两种方法从原理上讲也同样适用于其他半导体材料晶片直径的测试，GB/T 30866-2014规定了用千分尺测量碳化硅单晶片直径的方法，该标准中描述的方法可以完全合并至GB/T 14140-2009中，根据国标体系优化结论，将GB/T 14140-2009和GB/T 30866-2014进行整合修订，将标准名称更改为：半导体晶片直径测试方法。

修订后标准的适用范围扩大，不仅适用于硅片和碳化硅直径的测试，也适用于其他半导体材料如蓝宝石等圆形晶片直径的测试。标准在整合修订过程中将以行业实际应用情况为依据，确定标准主要技术内容。

本标准整合修订GB/T 14140-2009《硅片直径测量方法》和GB/T 30866-2014《碳化硅单晶片直径测试方法》，将标准适用范围扩大至半导体晶片，细化了方法原理，增加干扰因素和测量样品要求。
三、标准水平分析
本标准光学投影法参照ASTM F613-93《半导体晶片直径的标准测试方法》进行修订，由于目前大直径晶片依然采用光学投影法测量直径，在本次修订中保留光学投影法。千分尺法是根据目前国内晶片生产、使用行业的实际需要修订的。在精密度方面，后续对单个实验室和实验室间的巡回测试再提供数据重复性、再现性，进而评价该标准的标准水平。
四、与现行法律、法规和强制性国家标准协调配套情况
本标准与国家现行法律、法规和相关强制性标准不存在相违背和抵触的地方。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

无。
六、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议
建议将本标准作为推荐性国家标准发布实施。

七、代替或废止现行有关标准的建议
本标准颁布后，建议废止GB/T 14140-2009《硅片直径测量方法》和GB/T 30866-2014《碳化硅单晶片直径测试方法》。

其他需要说明的事项

     无
九、预期效果
本标准的制定和推广，将会促进半导体晶片产品规范的建立，将有利于晶片直径测试规范，有利于晶片制造对产品质量的把控，更加有利于供需双方对产品的确认和加工，也有利于与国际先进水平产品接轨，促进半导体材料行业的发展。
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